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１．概要（Summary） 

表面弾性波（SAW）を用いた無線センサの開発をして

いる。本センサには、エッチング手法を用いない微細な

Pt 配線の形成が必要である。今回、Pt 配線形成をリフト

オフで行うために産総研 NPFの設備を利用した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

i線露光装置 

スパッタ装置(芝浦) 

ナノサーチ顕微鏡 SPM3[SFT-3500] 

微小部蛍光エックス線分析装置 

触針式段差計 

電界放出形走査電子顕微鏡(S4800) 

高圧ジェットリフトオフ装置 (NIMS微細加工 PF) 

 

【実験方法】 

ライン/スペース: 約 0.7 μmのレジストパターンを i線露

光装置を用いて形成した後、Pt 単層膜、または Pt/Ta 積

層膜をスパッタ法にて形成した。リフトオフ後、超音波処

理装置、および NIMS の高圧ジェットリフトオフ装置にて

バリ取りを行った。出来栄えの評価には電界放出型走査

電子顕微鏡 (SEM) を用いた。作製したサンプルは以下

の通りである。 

(ⅰ) Pt: 75 nm単層電極 

(ⅱ) Pt: 55 nm/Ta: 55 nm 積層電極 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

リフトオフ、超音波処理、および高圧ジェットリフトオフ後

の Pt配線の SEM画像を Fig. 1に示す。尚、スパッタ装

置 (芝浦) では等方的な成膜のためリフトオフが困難で

あったため指向性の高いコリメータ付きECRスパッタ装置

を用いた。Pt 配線にはバリ、配線同士のショートが非常に

多くSAWデバイスとしての使用は困難な出来となった。原

因として、Pt の粘性、および硬度が高くバリが非常に取り

辛かったこと、かつ単層ポジレジストだったためバリができ

やすいプロセスだったことが考えられる。 

 

Fig. 1 SEM image of Pt (75 nm) electrodes. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

・他の機関の利用：NIMS微細加工 PF 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 

 

 

 

 

 

 

 


